台灣半導體研究中心 異質整合製程組
薄膜測厚儀（n&k analyzer） 
	

系統規格及型號：

1. 機型：仁貿實業 n&k analyzer F20 

2. 晶片大小：待測區域需大於光源，至少1cm X 1cm以上。 

3. 測試項目：適合介電薄膜如：單層/雙層SiO2、Si3N4、Poly-Si，但不適合金屬薄膜。
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